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1 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะของ HP Elite Slice

HP Elite Slice

Elite Slice เป็นโมดลูพ ืน้ฐาน ซ ึง่ถอืเป็นโมดลูหลักท ีส่าํคัญ โดย Elite Slice ยังรองรบัอปุกรณเ์สรมิซ ึง่เป็นตัวอา่นลายนิว้มอืแบบ
เตม็นิว้: ใชว้ธิกีารวางนิว้มอืบนตัวอา่น แทนการรดูนิว้มอืไปกับตัวอา่น ซ ึง่วธิดัีงกลา่วใหค้วามแมน่ยาํมากกวา่ตัวอา่นแบบรดูนิว้
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รายการ สว่นประกอบ รายการ สว่นประกอบ

1 ปุ่ มเปิด/ปิดเคร ือ่ง 6 พอรต์ USB (2)

2 ไฟแสดงสถานะไดรฟ์ 7 DisplayPort แบบโหมดค ู ่(D++)

3 หัวตอ่สายไฟ 8 พอรต์ HDMI

4 แจค็ RJ-45 (สาํหรบัระบบเครอืขา่ย) 9 ชอ่งเสยีบสายลอ็ก

5 พอรต์ USB Type-C

กาํลังไฟขาเขา้ 60 W, DisplayPort

กาํลังไฟขาออก 15 W

  

รายการ สว่นประกอบ รายการ สว่นประกอบ

1 พอรต์ USB Type-C

กาํลังไฟขาออก 15 W

3 ตัวอา่นลายนิว้มอืแบบเตม็นิว้ (อปุกรณเ์สรมิ)

2 แจค็สญัญาณเสยีงแบบใชง้านรวม   

2 บท 1   คณุสมบัตขิองผลติภัณฑ ์



ฝาครอบ HP Collaboration Cover
คณุสามารถสัง่ซ ือ้อปุกรณเ์สรมิ HP Collaboration Cover เพ ื่อใชง้านรว่มกับ Elite Slice ได ้โดยฝาครอบเพ ื่อการประชมุผา่นเสยีง
ดังกลา่วชว่ยในการส ือ่สารแบบไรส้ายกับปุ่ มระบบสมัผัสแบบ capacitive เพ ื่อใชกั้บการประชมุผา่นเสยีง ทัง้นี้ฝาครอบดังกลา่วไมม่ ี
ลาํโพงหรอืไมโครโฟนตดิมาดว้ย โดยลาํโพงและไมโครโฟนน้ันจะอย ู่ ในโมดลูระบบเสยีงของ HP ซ ึง่จาํหน่ายแยกตา่งหาก

รายการ สว่นประกอบ รายการ สว่นประกอบ

1 รบัสาย/โทร 4 การเพ ิม่เสยีง

2 ปิดเสยีง 5 ปฏเิสธการรบัสาย/วางสาย

3 การลดเสยีง   
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ฝาครอบ HP Tri-Band Wireless Charging Cover 
คณุสามารถสัง่ซ ือ้อปุกรณเ์สรมิ HP Tri-Band Wireless Charging Cover เพ ื่อใชง้านรว่มกับ Elite Slice ได ้โดยฝาครอบสาํหรบั
การชารจ์ดังกลา่วมอบพ ืน้ท ีส่าํหรบัการชารจ์แบบไรส้ายเพ ื่อใชง้านรว่มกับอปุกรณท์ ีร่องรบัการชารจ์แบบไรส้าย โดยรองรบัเทคโนโลย ี
การชารจ์ภายใตม้าตรฐานตา่งๆ ไดแ้ก ่Qi, PMA และ A4WP

สว่นประกอบ รายละเอียด

ไฟแสดงสถานะการชารจ์ สขีาว = ชารจ์เสรจ็สมบรูณ ์

สเีหลอืง = กาํลังชารจ์

กะพรบิเป็นสเีหลอืง = เกดิขอ้ผดิพลาด

กะพรบิเป็นสขีาว = กาํลังอัพเดตเฟิรม์แวร ์

ไมม่แีสงไฟ = ไมม่กีารชารจ์
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โมดูล HP ODD 

โมดลู HP ODD เป็นอปุกรณเ์สรมิสาํหรบัเพ ิม่คณุสมบัตทิางดา้นไดรฟอ์อปตคิอล โดยสามารถเพ ิม่โมดลูสาํหรบัไดรฟอ์อปตคิอลเขา้
กับ Elite Slice ไดต้ามกาํลังของแหลง่จา่ยไฟและจาํนวนของโมดลูท ีม่กีารจา่ยไฟเล ีย้งทัง้หมด สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การ
เช ื่อมตอ่หรอืถอดโมดลู ในหนา้ 9

รายการ สว่นประกอบ รายการ สว่นประกอบ

1 ถาดใสด่สิกข์องไดรฟอ์อปตคิอล 3 ปุ่ มเปิดไดรฟ์ออปตคิอล

2 ไฟแสดงสถานะไดรฟอ์อปตคิอล 4 รสูาํหรบัเปิดถาดดว้ยตนเอง
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โมดูลระบบเสยีงของ HP

โมดลูระบบเสยีงของ HP ซ ึง่เป็นอปุกรณเ์สรมิน้ัน มาพรอ้มคณุลักษณะท ีช่ว่ยเพ ิม่ประสทิธภิาพของระบบเสยีง โดยโมดลูดังกลา่ว
ประกอบดว้ยลาํโพงและไมโครโฟนสาํหรบัใชท้าํงานรว่มกับฝาครอบเพ ื่อการประชมุผา่นเสยีง
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แผงยดึ HP VESA Plate

แผงยดึ HP VESA Plate ชว่ยในการยดึตัวเคร ือ่ง Elite Slice เขา้กับจอภาพ ฝาผนัง หรอืโตะ๊ทาํงาน

ภาพ: ดา้นหลัง ดา้นลา่ง (รยูดึ VESA)

รายการ สว่นประกอบ รายการ สว่นประกอบ

1 สลักปลด 2 ชอ่งเสยีบสายลอ็ก
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ตําแหน่งของหมายเลขผลิตภัณฑ์
คอมพวิเตอรแ์ตล่ะเคร ือ่งจะมหีมายเลขรหัสผลติภัณฑแ์ละเลขรหัสระบผุลติภัณฑท์ ีด่า้นใตตั้วเคร ือ่ง Elite Slice นอกจากนี้ยังม ี
ฉลากดังกลา่วอย ูภ่ายในตัวเคร ือ่งดว้ย ทัง้นี้ โปรดจัดเกบ็หมายเลขดังกลา่วไวเ้พ ื่อใช ้ ในการตดิตอ่ขอรบัความชว่ยเหลอืจากฝ่ายบรกิาร
ลกูคา้

8 บท 1   คณุสมบัตขิองผลติภัณฑ ์



2 ติดต้ัง

การเชื่อมต่อหรอืถอดโมดูล
Elite Slice สามารถเช ื่อมตอ่กับโมดลูไดส้ามประเภทดว้ยกัน ไดแ้ก ่โมดลูสาํหรบัไดรฟอ์อปตคิอล โมดลูระบบเสยีง และแผงยดึตาม
มาตรฐาน VESA โดยตอ้งตดิตัง้แตล่ะโมดลูเขา้กับโมดลูพ ืน้ฐานตามลาํดับดังตอ่ไปนี้:

● โมดลู HP ODD 

● โมดลูระบบเสยีงของ HP

● แผงยดึ HP VESA Plate

โมดลูสาํหรบัไดรฟอ์อปตคิอลและโมดลูระบบเสยีง เป็นโมดลูท ีต่อ้งมกีารจา่ยไฟเล ีย้ง โดย Elite Slice รองรบัโมดลูระบบเสยีงเพยีง
หนึ่งโมดลูเทา่น้ัน ขณะเดยีวกันคณุสามารถเช ื่อมตอ่โมดลูสาํหรบัไดรฟอ์อปตคิอลไดห้ลายโมดลูพรอ้มกัน ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บอะแดป
เตอร ์ AC ท ี่ ใชง้าน

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบฉลากของอะแดปเตอร ์ AC เพ ื่อดคูา่กาํลังไฟท ีส่ามารถจา่ยได ้

● อะแดปเตอร ์ AC ขนาด 90 W (ท ีม่าพรอ้มกับ HP Tri-Band Wireless Charging Cover) รองรบัการเช ื่อมตอ่ Elite Slice 
เขา้กับโมดลูท ีต่อ้งจา่ยไฟเล ีย้งสงูสดุส ี่ โมดลู:

— เช ื่อมตอ่กับโมดลูสาํหรบัไดรฟอ์อปตคิอลไดส้งูสดุสามโมดลู และโมดลูระบบเสยีงหนึ่งโมดลู

– หรอื –

— เช ื่อมตอ่กับโมดลูสาํหรบัไดรฟอ์อปตคิอลสงูสดุส ี่ โมดลู (โดยไมม่กีารตอ่กับโมดลูระบบเสยีง)

● อะแดปเตอร ์ AC ขนาด 65 W รองรบัการเช ื่อมตอ่ Elite Slice เขา้กับโมดลูท ีต่อ้งจา่ยไฟเล ีย้งสงูสดุสองโมดลู:

— เช ื่อมตอ่กับโมดลูสาํหรบัไดรฟอ์อปตคิอลหนึ่งโมดลูและโมดลูระบบเสยีงหนึ่งโมดลู

– หรอื –

— เช ื่อมตอ่กับโมดลูสาํหรบัไดรฟอ์อปตคิอลสงูสดุสองโมดลู (โดยไมม่กีารตอ่กับโมดลูระบบเสยีง)

การเชื่อมต่อโมดูล

ขอ้ควรระวัง: กอ่นเช ื่อมตอ่โมดลูตา่งๆ ใหปิ้ดเคร ือ่ง Elite Slice แลว้ถอดตัวเคร ือ่งออกจากแหลง่จา่ยไฟ

โมดลูตา่งๆ ไมร่องรบัการ "เสยีบใชง้านระหวา่งเปิดเคร ือ่ง" หรอื "การถอดเปล ี่ยนระหวา่งเปิดเคร ือ่ง"
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1. หากมกีารตดิตัง้สายลอ็กเอาไว ้ใหถ้อดหรอืคลายสายลอ็กออก

2. ถอดส ือ่บันทกึแบบถอดไดอ้อกจากตัวเคร ือ่ง เชน่ แฟลชไดรฟ ์USB 

3. ปิดเคร ือ่ง Elite Slice ใหเ้รยีบรอ้ยผา่นระบบปฏบัิตกิาร จากน้ันปิดอปุกรณภ์ายนอกใดๆ ทัง้หมด

4. ถอดสายไฟออกจากตัวเคร ือ่ง Elite Slice และถอดอปุกรณภ์ายนอกใดๆ ออกใหห้มด

5. หากมกีารตอ่กับแผงยดึ VESA ใหเ้ล ื่อนสลักปลดไปยังตาํแหน่งปลดลอ็ก แลว้นําแผงยดึ VESA ออก

6. จัดตาํแหน่งของพอรต์เช ื่อมตอ่โมดลูดา้นใต ้Elite Slice ใหต้รงกับขัว้ตอ่สว่นขยายโมดลูของโมดลูเสรมิ จากน้ันกด Elite 
Slice ลงจนยดึเขา้ดว้ยกัน

คณุจะไดย้นิเสยีงคลกิเม ื่อโมดลูทัง้สองลอ็กเขา้ดว้ยกัน ซ ึง่แตล่ะโมดลูจะถกูลอ็กในตาํแหน่งท ีเ่หมาะสม และซอ่นสลักปลด
โมดลูไวด้า้นบน

ใหค้ณุดาํเนนิการขัน้ตอนดังกลา่วซํา้สาํหรบัทกุโมดลูท ีต่อ้งการเช ื่อมตอ่

7. เล ื่อนสลักปลดบนแผงยดึตามมาตรฐาน VESA (1) ไปยังตาํแหน่งปลดลอ็ก จากน้ันจัดตาํแหน่งโมดลูท ีเ่ช ื่อมตอ่ไวแ้ลว้เอาไว ้
บนแผงยดึ VESA

ทัง้นี้แผงยดึ VESA จะไมม่ขัีว้ตอ่สว่นขยายโมดลูสาํหรบัการเช ื่อมตอ่เพ ิม่เตมิ ตรวจสอบวา่ พอรต์ตา่งๆ ของ Elite Slice, สลัก
ปลด และชอ่งเสยีบสายลอ็กของแผงยดึ VESA ทัง้หมดอย ู่ ในดา้นเดยีวกัน
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8. กดโมดลูตา่งๆ (2) ลงบนแผงยดึ VESA

9. เล ื่อนสลักปลดลอ็กท ีด่า้นหลังของแผงยดึ VESA ไปยังตาํแหน่งลอ็ก เพ ื่อลอ็กโมดลูทัง้หมดเขา้ดว้ยกัน

ขอ้ควรระวัง: แผงยดึตามมาตรฐาน VESA จะมแีถบลอ็กทัง้หมดส ีจ่ดุ โดยเม ื่อมกีารจัดวาง Elite Slice อยา่งถกูตอ้งบน
แผงยดึ VESA และเล ื่อนสลักปลดลอ็กไปยังตาํแหน่งลอ็ก แถบลอ็กทัง้ส ีจ่ะลอ็กแผงยดึ VESA เขา้กับ Elite Slice ทัง้นีห้ากม ี
การจัดวางแผงยดึ VESA ไมถ่กูตอ้ง จะไมส่ามารถเล ื่อนสลักปลดลอ็กดังกลา่วไปยังตาํแหน่งลอ็กได ้น่ันหมายถงึโมดลูตา่งๆ ยัง
ไม่ ไดถ้กูยดึเขา้ดว้ยกัน

10. ตดิตัง้สายลอ็กเขา้กับชอ่งเสยีบสายลอ็กบนแผงยดึ VESA เพ ื่อไม่ ใหส้ลักปลดลอ็กเคล ื่อนไปยังตาํแหน่งปลดลอ็ก และกันไม่ ให ้
แตล่ะโมดลูแยกออกจากกัน

หมายเหตุ: สายลอ็กไดร้บัการออกแบบเป็นพเิศษเพ ื่อปกป้องคอมพวิเตอร ์ แตอ่าจไมส่ามารถป้องกันการโจรกรรมหรอืการ
ใชง้านตัวเคร ือ่งในทางท ี่ ไมถ่กูตอ้งได ้
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การถอดโมดูล

ขอ้ควรระวัง: กอ่นการถอดโมดลูตา่งๆ ใหปิ้ดเคร ือ่ง Elite Slice แลว้ถอดตัวเคร ือ่งออกจากแหลง่จา่ยไฟทัง้หมด

โมดลูตา่งๆ ไมร่องรบัการ "เสยีบใชง้านระหวา่งเปิดเคร ือ่ง" หรอื "การถอดเปล ี่ยนระหวา่งเปิดเคร ือ่ง"

ทัง้นี้ตอ้งถอดแตล่ะโมดลูออกจากกันทลีะสว่น โดยเร ิม่จากฐานดา้นลา่ง โดยเม ื่อถอดโมดลูดา้นลา่งสดุออกกจ็ะเหน็สลักปลดลอ็กของ
โมดลูอย ูเ่หนอืโมดลูดังกลา่ว

1. หากมกีารตดิตัง้สายลอ็กเอาไว ้ใหถ้อดหรอืคลายสายลอ็กออก

2. ถอดส ือ่บันทกึแบบถอดไดอ้อกจากตัวเคร ือ่ง เชน่ แฟลชไดรฟ ์USB 

3. ปิดเคร ือ่ง Elite Slice ใหเ้รยีบรอ้ยผา่นระบบปฏบัิตกิาร จากน้ันปิดอปุกรณภ์ายนอกใดๆ ทัง้หมด

4. ถอดสายไฟออกจากตัวเคร ือ่ง Elite Slice และถอดอปุกรณภ์ายนอกใดๆ ออกใหห้มด

5. หากมกีารเช ื่อมตอ่เขา้กับแผงยดึ VESA ใหเ้ล ื่อนสลักปลดลอ็กท ีด่า้นหลังของแผงยดึไปยังตาํแหน่งปลดลอ็ก แลว้ยกโมดลูออก
จากแผงยดึ VESA

6. ถอดแตล่ะโมดลูออกโดยใหเ้ร ิม่จากดา้นลา่งสดุดว้ยการกดสลักปลดลอ็ก (1) ท ีด่า้นใตข้องแตล่ะโมดลูจนปลดลอ็กโมดลูท ีอ่ย ู่
ดา้นบน (2) ออกเป็นท ีเ่รยีบรอ้ย
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การต่อกับแหลง่จา่ยไฟ
Elite Slice สามารถเช ื่อมตอ่เขา้กับพอรต์ท ีม่กีารจา่ยไฟซ ึง่อย ูบ่นจอภาพของ HP หรอืจะเช ื่อมตอ่กับเตา้เสยีบ AC ผา่นอะแดปเตอร ์
ของ HP ท ีม่าพรอ้มกับ Elite Slice ก ็ ได ้ทัง้นี้แหลง่จา่ยไฟท ี่ ไม่ ไดม้าจาก HP จะไมส่ามารถใชง้านกับตัวเคร ือ่งได ้

หมายเหตุ: ภายใตส้ภาวะดา้นการใชก้ระแส ไฟฟ้าบางสถานการณ ์พอรต์ USB บางพอรต์อาจถกูปิดการใชง้านเพ ื่อใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภัยของผลติภัณฑ ์

วธิก๊ารเช ื่อมตอ่กับเตา้เสยีบ AC:

1. เช ื่อมตอ่สายไฟเขา้กับอะแดปเตอร ์ AC และเตา้เสยีบ AC

สิง่สาํคัญ: ในการเช ื่อมตอ่ Elite Slice เขา้กับเตา้เสยีบ AC น้ัน จะตอ้งใชอ้ะแดปเตอรข์อง HP ท ีม่าพรอ้มกับ Elite Slice 
เทา่น้ัน

2. ตอ่อะแดปเตอร ์ AC เขา้กับหัวตอ่สายไฟท ีด่า้นหลังของตัวเคร ือ่ง Elite Slice

หากคณุมจีอภาพของ HP ท ีม่าพรอ้มกับพอรต์ท ีจ่า่ยไฟฟ้าไดอ้ยา่งตํ่า 60 W กส็ามารถเช ื่อมตอ่ Elite Slice เขา้กับจอภาพได ้
โดยตรงโดยไมต่อ้งใชเ้ตา้เสยีบ AC

1. ถอดตัวเคร ือ่ง Elite Slice ออกจากแหลง่จา่ยไฟ AC

หมายเหตุ: หากตัวเคร ือ่ง Elite Slice ถกูเช ื่อมตอ่ทัง้กับพอรต์ท ีจ่า่ยไฟฟ้าได ้และเตา้เสยีบ AC พรอ้มกัน ตัวเคร ือ่งจะใช ้
กระแส ไฟฟ้าจากเตา้เสยีบ AC เป็นหลัก

2. เช ื่อมตอ่ปลายดา้นหนึ่งของสาย USB Type-C (ซ ือ้แยกตา่งหาก) เขา้กับพอรต์ USB Type-C ท ีด่า้นหลังเคร ือ่ง Elite Slice

3. เช ื่อมตอ่ปลายอกีดา้นของสายดังกลา่วเขา้กับพอรต์สาํหรบัชารจ์บนจอภาพของ HP

การยดึติดตัวเครือ่ง Elite Slice เขา้กับอุปกรณย์ดึติด
หากมกีารตอ่แผงยดึ VESA เอาไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ กส็ามารถยดึตดิตัวเคร ือ่ง Elite Slice เขา้กับจอภาพ ฝาผนัง หรอืโตะ๊ทาํงานได ้ ใน
สองลักษณะดว้ยกัน:

● แนวตัง้

● แนวนอน โดยท ีส่ายทัง้หมดตดิอย ูท่ ีด่า้นหลังของคอมพวิเตอรแ์ละถกูหอ้ยลงมาตรงๆ

วธิกีารยดึตดิ Elite Slice:

1. เช ื่อมตอ่โมดลูทัง้หมดใหเ้รยีบรอ้ย ยกเวน้แผงยดึ VESA
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2. ใชส้กรทัูง้ส ีตั่วท ีม่าพรอ้มกับแผงยดึ VESA เพ ื่อยดึแผงยดึดังกลา่วเขา้กับจอภาพหรอืพ ืน้ผวิอ ื่นๆ

หากตอ้งการยดึ Elite Slice ตามแนวนอน ใหจั้ดตาํแหน่งแผงยดึใหส้ลักปลดลอ็กหันหนา้ลง โดยใหส้ายทัง้หมดหอ้ยลงตรงๆ 
จากขัว้ตอ่

3. เช ื่อมตอ่โมดลูเขา้กับแผงยดึ VESA อยา่งระมัดระวัง

4. เล ื่อนสลักปลดลอ็กท ีด่า้นหลังของแผงยดึ VESA ไปยังตาํแหน่งลอ็กเพ ื่อยดึเขา้กับโมดลูดา้นบนแผงยดึดังกลา่ว

หมายเหตุ: HP แนะนําใหค้ณุยดึ Elite Slice ใหเ้รยีบรอ้ยโดยใชส้ายลอ็กเขา้กับดา้นหลังของแผงยดึ VESA ทัง้นี้เพ ื่อ
เป็นการป้องกันไม่ ใหส้ลักปลดลอ็กเคล ื่อนไปยังตาํแหน่งปลดลอ็ก และป้องกันการถอดโมดลูออกโดยไมตั่ง้ใจ

สายลอ็กไดร้บัการออกแบบเป็นพเิศษเพ ื่อปกป้องคอมพวิเตอร ์ แตอ่าจไมส่ามารถป้องกันการโจรกรรมหรอืการใชง้านตัวเคร ือ่ง
ในทางท ี่ ไมถ่กูตอ้งได ้
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การติดต้ังสายล็อก
ตัวลอ็กสายเคเบลิขนาด 10 มม. แบบบางพเิศษ ดังแสดงดา้นลา่งนี้ สามารถใชเ้พ ื่อชว่ยปกป้องคอมพวิเตอร ์ได ้โดยสายลอ็กดังกลา่ว
ใชล้อ็กโมดลูทัง้หมดเขา้ดว้ยกันเม ื่อมกีารตดิตัง้เขา้กับโมดลูดา้นใต ้ทัง้นีห้ากมกีารตดิตัง้แผงยดึ VESA เอาไว ้ใหเ้ล ื่อนสลักไปยัง
ตาํแหน่งลอ็ก และตดิตัง้สายลอ็กเพ ื่อยดึโมดลูทัง้หมดเขา้ดว้ยกัน

หมายเหตุ: สายลอ็กไดร้บัการออกแบบเป็นพเิศษเพ ื่อปกป้องคอมพวิเตอร ์ แตอ่าจไมส่ามารถป้องกันการโจรกรรมหรอืการใชง้าน
ตัวเคร ือ่งในทางท ี่ ไมถ่กูตอ้งได ้
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การเชื่อมสญัญาณแป้นพิมพแ์ละเมาส ์ ไรส้าย (อุปกรณเ์สรมิ)
เมาสแ์ละแป้นพมิพ ์ไดถ้กูกาํหนดใหม้กีารทาํงานรว่มกันมาจากโรงงาน หากไมส่ามารถใชง้านได ้ใหล้องถอดและเปล ี่ยนแบตเตอร ี่
ใหม ่หากเมาสแ์ละแป้นพมิพยั์งไมส่ามารถใชง้านได ้ใหล้องปฏบัิตติามขัน้ตอนตอ่ไปนี้เพ ื่อเช ื่อมสญัญาณใหมด่ว้ยตนเอง

1.

2.
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3.

4.

หมายเหตุ: หากเมาสแ์ละแป้นพมิพยั์งไมส่ามารถทาํงานได ้ใหล้องถอดและเปล ี่ยนแบตเตอร ี่ ใหม ่หากเมาสแ์ละแป้นพมิพยั์งไม่
สามารถทาํงานรว่มกันได ้ใหล้องซงิคแ์ป้นพมิพแ์ละเมาส ์ ใหมอ่กีครัง้

การเช ื่อมสญัญาณแป้นพมิพแ์ละเมาส ์ ไรส้าย (อปุกรณเ์สรมิ) 17



3 การอัพเกรดฮารด์แวร ์

คุณสมบัติ ในการซอ่มบาํรุง
คอมพวิเตอรเ์คร ือ่งนี้มคีณุสมบัตติา่งๆ ท ีท่าํใหง้า่ยตอ่การอัพเกรดและการซอ่มบาํรงุ

คําเตือนและขอ้ควรระวัง
กอ่นการอัพเกรดใดๆ โปรดอา่นขัน้ตอน ขอ้ควรระวัง และคาํเตอืนในค ูม่อืนี้อยา่งละเอยีด

คําเตือน! เพ ื่อลดความเส ีย่งตอ่การบาดเจบ็จากไฟฟ้าลัดวงจร พ ืน้ผวิสมัผัสท ีร่อ้น หรอืโอกาสเกดิอัคคภัีย คณุควร:

ถอดสายไฟออกจากเตา้รบั AC กอ่นการถอดฝาครอบตัวเคร ือ่งออก ทัง้นี้ภายในตัวเคร ือ่งมชี ิน้สว่นท ีม่กีระแส ไฟฟ้าและมกีาร
เคล ื่อนไหวทาํงานอย ู่

ควรรอใหส้ว่นประกอบภายในมอีณุหภมูทิ ีเ่ยน็ลงกอ่นสมัผัส

ตดิตัง้ฝาครอบตัวเคร ือ่งกลับคนืใหเ้รยีบรอ้ยและยดึตดิใหแ้น่นกอ่นตอ่สายไฟเขา้กับอปุกรณ ์

อยา่เช ื่อมขัว้ตอ่อปุกรณ ์โทรคมนาคมหรอืโทรศพัทเ์ขา้กับตัวรบับนการด์ควบคมุระบบเครอืขา่ย (NIC) 

ควรใชป้ลัก๊สาํหรบัการตอ่สายดนิทกุครัง้ โดยปลัก๊ดังกลา่วถอืเป็นคณุลักษณะดา้นความปลอดภัยท ีส่าํคัญ

เสยีบสายไฟเขา้กับเตา้รบั AC ท ีม่กีารตอ่ลงกราวด ์(ลงดนิ) ซ ึง่สะดวกตอ่การใชง้านตลอดเวลา

เพ ื่อลดความเส ีย่งตอ่การบาดเจบ็รนุแรง โปรดอา่น ค ูม่อืเพ ือ่ความปลอดภัยและการใชง้านอยา่งเหมาะสม ซ ึง่จะอธบิายวธิกีารตดิตัง้
เวริก์สเตชันอยา่งเหมาะสม และใหข้อ้แนะนําในการจัดทา่ทางและพฤตกิรรมการใชง้านท ีช่ว่ยให ้ ใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม และลด
ความเส ีย่งตอ่การบาดเจบ็ตา่งๆ นอกจากนี้ยังใหข้อ้มลูเก ี่ยวกับความปลอดภัยทางไฟฟ้าและกลไกดว้ย โดยสามารถอา่นค ูม่อืนีบ้นเวบ็
ไดท้ ี ่http://www.hp.com/ergo

ขอ้ควรระวัง: ไฟฟ้าสถติอาจทาํใหส้ว่นประกอบไฟฟ้าของคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณเ์สรมิชาํรดุเสยีหายได ้กอ่นท ีจ่ะเร ิม่ตน้
กระบวนการเหลา่นี้ โปรดตรวจสอบวา่คณุไดค้ายประจไุฟฟ้าสถติดว้ยการสมัผัสวัตถทุ ีเ่ป็นโลหะและมกีารตอ่ลงกราวด ์โปรดด ูการ
คายประจไุฟฟ้าสถติ ในหนา้ 27 สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ

เม ื่อเสยีบปลัก๊คอมพวิเตอรเ์ขา้กับแหลง่จา่ยไฟ AC จะมแีรงดันไฟฟ้าสง่ไปยังเมนบอรด์อย ูต่ลอดเวลา คณุตอ้งถอดสายไฟออกจาก
เตา้เสยีบกอ่นท ีจ่ะเปิดฝาเคร ือ่งคอมพวิเตอรเ์พ ื่อป้องกันความเสยีหายกับสว่นประกอบภายในเคร ือ่ง
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การถอดและใสแ่ผงปิด
การถอดแผงปิด

หากตอ้งการเขา้ถงึฮารด์ไดรฟแ์ละหน่วยความจาํของตัวเคร ือ่ง ใหถ้อดแผงปิดของ Elite Slice ออก

1. ถอด Elite Slice ออกจากการเช ื่อมตอ่กับโมดลูเสรมิตา่งๆ

สาํหรบัขัน้ตอนตา่งๆ โปรดดทู ี ่การถอดโมดลู ในหนา้ 12

2. ควํา่ตัวเคร ือ่งลงบนพ ืน้ราบท ีร่องดว้ยผา้นุ่มเพ ื่อป้องกันรอยขดีขว่นหรอืความเสยีหายอื่นๆ ท ีอ่าจเกดิกับตัวเคร ือ่ง

3. คลายสกรยูดึทัง้ส ีตั่ว (1) ท ีย่ดึกับแผงปิดออก จากน้ันยกแผงปิดออกจากตัวเคร ือ่ง (2)

การใสแ่ผงปิดกลับคืน
1. ควํา่ตัวเคร ือ่งลงบนพ ืน้ราบท ีร่องดว้ยผา้นุ่ม

2. จัดวางแผงปิด (1) ลงบนคอมพวิเตอร ์ โดยจัดวางใหม้องเหน็พอรต์เช ื่อมตอ่โมดลูไดอ้ยา่งชัดเจนผา่นชอ่งบนแผงปิด
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3. ขันสกรยูดึทัง้ส ีตั่ว (2) เพ ื่อยดึแผงปิดเขา้กับคอมพวิเตอร ์

4. ตอ่โมดลูเสรมิอ ื่นๆ กลับเขา้ท ี่

สาํหรบัขัน้ตอนตา่งๆ โปรดดทู ี ่การเช ื่อมตอ่หรอืถอดโมดลู ในหนา้ 9

การระบุตําแหน่งสว่นประกอบภายในต่างๆ

รายการ สว่นประกอบ รายการ สว่นประกอบ

1 โมดลูหน่วยความจาํระบบ 2 ฮารด์ไดรฟ์
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การอัพเกรดหน่วยความจําระบบ
ชอ่งสาํหรบัตดิตัง้หน่วยความจาํบนเมนบอรด์สามารถรองรบัโมดลูหน่วยความจาํมาตรฐานไดส้องแถว ทัง้นี้ตัวเคร ือ่งมกีารตดิตัง้
หน่วยความจาํแบบ dual inline memory module (SODIMM) เอาไวแ้ลว้อยา่งนอ้ยหนึ่งแถว หากคณุตอ้งการใชห้น่วยความจาํ
สงูสดุเทา่ท ีร่ะบบรองรบั กส็ามารถตดิตัง้หน่วยความจาํสงูสดุท ี ่32 GB (16 GB x 2) เขา้กับเมนบอรด์ได ้

ขอ้มูลจําเพาะของหน่วยความจํา
ทัง้นี้เพ ื่อใหก้ารทาํงานของระบบเป็นไปอยา่งเหมาะสม หน่วยความจาํแบบ SODIMMs ท ี่ ใชต้อ้งมคีณุสมบัตดัิงตอ่ไปนี้:

● เป็นไปตามมาตรฐานอตุสาหกรรมแบบ 288 ขา

● รองรบัหน่วยความจาํแบบ unbuffered non-ECC PC4-17000 DDR4-2133 MHz-compliant

● DDR4-SDRAM SODIMMs ขนาด 1.2 โวลต ์

● รองรบั CAS latency 15 DDR4 2133 MHz (การจับเวลาประเภท 15-15-15)

● เป็นไปตามคณุสมบัตทิ ีก่าํหนดโดย JEDEC (Joint Electronic Device Engineering Council) 

คอมพวิเตอรเ์คร ือ่งนีร้องรบัหน่วยความจาํท ีม่คีณุสมบัตดัิงนี้:

● เทคโนโลยหีน่วยความจาํท ี่ ไม่ ใช ่ECC ขนาด 512-Mbit, 1-Gbit และ 2-Gbit

● เป็น SODIMMS ทัง้แบบดา้นเดยีวและแบบสองดา้น

● เป็น SODIMMs ท ีม่สีว่นเช ื่อมตอ่ขอ้มลูแบบ x8 และ x16

หมายเหตุ: ทัง้นี้เพ ื่อหลกีเล ี่ยงปญหาความเขา้กันไดข้องระบบ HP แนะนําใหค้ณุใชเ้ฉพาะโมดลูหน่วยความจาํจาก HP เทา่น้ัน 
โดยตัวเคร ือ่งอาจทาํงานไมถ่กูตอ้งหากมกีารใชห้น่วยความจาํ DIMM ท ี่ ไมร่องรบั นอกจากนี้ตัวเคร ือ่งไมส่ามารถทาํงานรว่มกับ 
DIMMs แบบ x4 SDRAM ได ้

การอัพเกรดหน่วยความจาํระบบ 21



การติดต้ังหน่วยความจํา

ตัวเคร ือ่งมาพรอ้มกับชอ่งเสยีบหน่วยความจาํทัง้หมดสองชอ่ง โดยแตล่ะชอ่งใชแ้ทนแตล่ะแชนเนล ชอ่งเสยีบดังกลา่วจะมขีอ้ความ
กาํกับไวว้า่ DIMM1 และ DIMM3 โดยชอ่ง DIMM1 จะทาํงานในแชนเนล B และชอ่ง DIMM3 จะทาํงานในแชนเนล A

รายการ คําอธบิาย ฉลากเมนบอรด์ สขีองชอ่งเสยีบ

1 ชอ่งเสยีบหน่วยความจาํ 1, แชนเนล B DIMM1 สดีาํ

2 ชอ่งเสยีบหน่วยความจาํ 3, แชนเนล A DIMM3 สดีาํ

ระบบจะทาํงานในโหมดชอ่งสญัญาณเดยีว ชอ่งสญัญาณค ู ่หรอืโหมดเฟลก็ซ ์โดยอัตโนมัต ิข ึน้อย ูกั่บลักษณะการตดิตัง้โมดลูหน่วย
ความจาํ

● โดยหากตดิตัง้เพยีงหนึ่งโมดลู ระบบจะทาํงานในโหมดชอ่งสญัญาณเดยีว

● หากขนาดของโมดลูหน่วยความจาํในแชนเนล A และแชนเนล B เทา่กัน ระบบจะทาํงานในโหมดชอ่งสญัญาณค ูซ่ ึง่ให ้
ประสทิธภิาพท ีด่ขี ึน้

● หากขนาดของโมดลูหน่วยความจาํในแชนเนล A และแชนเนล B ไมเ่ทา่กัน ระบบจะทาํงานในโหมดเพลก็ซ ์ โดยในโหมดดัง
กลา่วนี้ ชอ่งสญัญาณทีม่ขีนาดหน่วยความจาํท ีน่อ้ยกวา่จะเป็นตัวกาํหนดจาํนวนหน่วยความจาํทัง้หมดสาํหรบัการทาํงานใน
โหมดชอ่งสญัญาณค ู ่และหน่วยความจาํสว่นท ีเ่หลอืจะทาํงานในโหมดชอ่งสญัญาณเดยีว และควรตดิตัง้โมดลูหน่วยความจาํ
ท ีม่ขีนาดใหญก่วา่เอาไว ้ ในชอ่งเสยีบ DIMM3 (แชนเนล A)

● ไมว่า่จะทาํงานในโหมดใดกต็าม ความเรว็ในการทาํงานสงูสดุจะกาํหนดโดยโมดลูหน่วยความจาํท ีม่คีวามเรว็ตํ่าสดุท ีต่ดิตัง้เอาไว ้
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การติดต้ังโมดูลหน่วยความจําระบบ

ขอ้ควรระวัง: คณุตอ้งถอดปลัก๊ออกกอ่นและรอประมาณ 30 วนิาทเีพ ื่อรอใหก้ระแส ไฟฟ้าหมดไปกอ่นท ีจ่ะทาํการเพ ิม่หรอืถอด
โมดลูหน่วยความจาํ ไมว่า่สถานะของเคร ือ่งจะเปิดอย ูห่รอืไมก่ต็าม จะมกีระแส ไฟฟ้าอย ู่ ในโมดลูหน่วยความจาํตราบเทา่ท ีเ่คร ือ่ง
คอมพวิเตอรยั์งตอ่อย ูกั่บเตา้รบัไฟฟ้า AC การเพ ิม่หรอืการถอดโมดลูหน่วยความจาํออกในขณะท ียั่งมกีระแส ไฟฟ้าอย ูอ่าจจะทาํให ้
เกดิความเสยีหายตอ่โมดลูหน่วยความจาํหรอืเมนบอรด์โดยท ี่ ไมอ่าจซอ่มแซมได ้

ชอ่งเสยีบโมดลูหน่วยความจาํมหีนา้สมัผัสเป็นทองคาํ ดังน้ันเม ื่ออัพเกรดหน่วยความจาํ คณุจะตอ้งใช ้ โมดลูหน่วยความจาํท ีม่หีนา้
สมัผัสเป็นทองคาํเชน่เดยีวกัน เพ ื่อป้องกันการกัดกรอ่นและ/หรอืการเกดิสนมิจากการใชห้นา้สมัผัสโลหะท ีเ่ขา้กันไม่ ได ้

ไฟฟ้าสถติอาจทาํใหส้ว่นประกอบอเิลก็ทรอนกิสข์องคอมพวิเตอรห์รอืการด์เสรมิตา่งๆ เกดิชาํรดุเสยีหายได ้ดังน้ันกอ่นท ีจ่ะเร ิม่ตน้
ดาํเนนิการเหลา่นี้ โปรดคายประจไุฟฟ้าสถติดว้ยการสมัผัสวัตถทุ ีเ่ป็นโลหะท ีม่กีารลงกราวด ์สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี ่การคาย
ประจไุฟฟ้าสถติ ในหนา้ 27

เม ื่อทาํงานกับโมดลูหน่วยความจาํ โปรดใชค้วามระมัดระวังไม่ ใหส้มัผัสกับหนา้สมัผัส ใดๆ การทาํเชน่น้ันอาจทาํให ้
โมดลูชาํรดุเสยีหายได ้

1. ถอดแผงปิด

สาํหรบัขัน้ตอนตา่งๆ โปรดดทู ี ่การถอดแผงปิด ในหนา้ 19

2. หากตอ้งการถอดโมดลูหน่วยความจาํออก ใหก้ดสลักแตล่ะขา้งของโมดลูหน่วยความจาํ โดยใหดั้นออกดา้นขา้ง (1) แลว้ดงึ
โมดลูหน่วยความจาํข ึน้เพ ื่อนําออกจากซอ็กเกต็ (2)

การอัพเกรดหน่วยความจาํระบบ 23



3. ใส ่ โมดลูหน่วยความจาํตัวใหมล่งในชอ่งเสยีบดว้ยมมุประมาณ 30° องศา (1) จากน้ันดันโมดลูหน่วยความจาํ (2) เพ ื่อใหส้ลัก
ลอ็กเขา้ท ี่

หมายเหตุ: คณุสามารถตดิตัง้หน่วยความจาํไดเ้พยีงวธิเีดยีวเทา่น้ัน ดังน้ันใหจั้ดรอยบากบนโมดลูใหต้รงกับแถบบนชอ่ง
เสยีบหน่วยความจาํ

4. ใสแ่ผงปิดเคร ือ่งคอมพวิเตอรเ์ขา้ท ี่

สาํหรบัขัน้ตอนตา่งๆ โปรดดทู ี ่การใสแ่ผงปิดกลับคนื ในหนา้ 19

คอมพวิเตอรจ์ะรบัร ูห้น่วยความจาํเพ ิม่เตมิโดยอัตโนมัตเิม ื่อคณุเปิดเคร ือ่ง
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การถอดและเปล่ียนฮารด์ไดรฟ์
หมายเหตุ: ควรสาํรองขอ้มลูบนฮารด์ไดรฟก์อ่นการถอดออกจากตัวเคร ือ่ง เพ ื่อใหส้ามารถโอนถา่ยขอ้มลูไปยังฮารด์ไดรฟตั์วใหม่
ได ้

1. ถอดแผงปิด

สาํหรบัขัน้ตอนตา่งๆ โปรดดทู ี ่การถอดแผงปิด ในหนา้ 19

2. ถอดสายแพสาํหรบัจา่ยไฟและโอนถา่ยขอ้มลู (1) ออกจากฮารด์ไดรฟ์

3. คลายสกรทัูง้ 4 ตัว (2) ท ีย่ดึโครงใสฮ่ารด์ไดรฟกั์บเมนบอรด์ แลว้ยกโครง (3) ออกจากตัวเคร ือ่ง

4. ถอดสกร ู(1) ท ีย่ดึฮารด์ไดรฟกั์บโครงใสอ่อก จากน้ันนําฮารด์ไดรฟ ์(2) ออกจากโครงใส ่

5. นําฮารด์ไดรฟตั์วใหมว่างไวบ้นโครงใส ่ โดยใหขั้ว้ตอ่ฮารด์ไดรฟอ์ย ูบ่รเิวณปลายของแผงกระจายความรอ้น และใหด้า้นแผง
วงจรของฮารด์ไดรฟค์วํา่ลงบนโครงใสฮ่ารด์ไดรฟ์

6. จัดฮารด์ไดรฟตั์วใหม ่(1) เขา้ไป ในโครงใส ่ตรวจสอบอกีครัง้ดา้นท ีม่ฉีลากของฮารด์ไดรฟอ์ย ูด่า้นบน
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7. ใสส่กรทัูง้ส ีตั่วกลับเขา้ท ี ่(2) เพ ื่อยดึฮารด์ไดรฟเ์ขา้กับโครงใส ่

8. นําโครงใสฮ่ารด์ไดรฟ ์(1) ตดิตัง้เขา้กับตัวเคร ือ่ง ตรวจสอบวา่ขัว้ตอ่ฮารด์ไดรฟหั์นไปทางดา้นหลังของตัวเคร ือ่ง

9. จัดวางโครงใส ่ ใหต้รงชอ่งสกรบูนตัวเคร ือ่ง แลว้ขันสกรทัูง้ส ีตั่ว (2) เพ ื่อยดึฮารด์ไดรฟ์

10. ตอ่สายแพสาํหรบัจา่ยไฟและโอนถา่ยขอ้มลู (3) เขา้กับฮารด์ไดรฟ์

11. ใสแ่ผงปิดเคร ือ่งคอมพวิเตอรเ์ขา้ท ี่

สาํหรบัขัน้ตอนตา่งๆ โปรดดทู ี ่การใสแ่ผงปิดกลับคนื ในหนา้ 19
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A การคายประจุไฟฟ้าสถิต

ประจไุฟฟ้าสถติจากนิว้มอืหรอืส ือ่นําไฟฟ้าตา่งๆ อาจทาํความเสยีหายใหกั้บเมนบอรด์หรอืช ิน้สว่นอื่นๆ ท ี่ ไวตอ่ไฟฟ้าสถติ ความเสยี
หายประเภทนี้อาจลดอายกุารใชง้านของอปุกรณล์ง

การป้องกันความเสยีหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต
เพ ื่อป้องกันความเสยีหายจากประจไุฟฟ้าสถติ ใหป้ฏบัิตติามขอ้ควรระวังดังตอ่ไปนี้:

● หลกีเล ี่ยงการใชม้อืสมัผัส ขนยา้ยและเกบ็ผลติภัณฑ ์ในท ีเ่กบ็ท ีป้่องกันไฟฟ้าสถติ

● เกบ็ช ิน้สว่นท ี่ ไวตอ่ไฟฟ้าสถติไว ้ ในหบีหอ่ของช ิน้สว่นเหลา่น้ัน จนกวา่ช ิน้สว่นเหลา่น้ันจะอย ู่ ในพ ืน้ท ีท่าํงานท ี่ ไมม่ ี ไฟฟ้าสถติ

● วางช ิน้สว่นบนพ ืน้ผวิท ีม่กีารลงกราวดก์อ่นท ีจ่ะนําออกจากภาชนะท ีเ่กบ็

● หลกีเล ี่ยงการสมัผัสขา ขัว้ หรอืวงจรของอปุกรณ ์

● มกีารลงกราวดอ์ยา่งเหมาะสมทกุครัง้ เม ื่อสมัผัสอปุกรณห์รอืช ิน้สว่นท ี่ ไวตอ่ไฟฟ้าสถติ

วิธกีารต่อสายดิน
โปรดใชว้ธิกีารหนึ่งใดดังตอ่ไปนี้เพ ื่อจัดการหรอืตดิตัง้ช ิน้สว่นท ี่ ไวตอ่ไฟฟ้าสถติ:

● ใชส้ายรดัขอ้มอืท ีเ่ช ื่อมตอ่ทางสายกราวดกั์บโครงเคร ือ่งของคอมพวิเตอร ์ สายรดัขอ้มอืเป็นสายรดัท ีย่ดืหยุน่ไดซ้ ึง่มแีรงตา้น
อยา่งนอ้ย 1 megohm +/- 10 เปอรเ์ซน็ต ์ในสายกราวด ์เพ ื่อการลงกราวดท์ ีเ่หมาะสม ควรสวมสายรดัใหแ้นบกับผวิหนัง

● ใชส้ายรดัขอ้เทา้ นิว้เทา้ หรอืรองเทา้ในพ ืน้ท ีท่าํงานแบบยนื สวมสายรดัขอ้เทา้ทัง้สองขา้งเม ื่อยนืบนพ ืน้ท ีนํ่าไฟฟ้าหรอืแผน่รอง
พ ืน้ท ีม่กีารกระจายกระแส ไฟฟ้า

● ใชเ้คร ือ่งมอืสนามท ีม่กีารนําไฟฟ้า

● ใชช้ดุซอ่มบาํรงุแบบพกพาพรอ้มแผน่รองพ ืน้ท ีม่กีารกระจายกระแส ไฟฟ้าแบบพับได ้

หากไมม่อีปุกรณท์ ีแ่นะนําขา้งตน้ในการลงกราวด ์โปรดตดิตอ่ตัวแทนจาํหน่าย ผ ูข้ายปลกี หรอืศนูยบ์รกิารท ี่ ไดร้บัการแตง่ตัง้ของ 
HP

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับไฟฟ้าสถติ โปรดตดิตอ่ตัวแทนจาํหน่าย ผ ูข้ายปลกี หรอืศนูยบ์รกิารท ี่ ไดร้บัการแตง่ตัง้
ของ HP
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B คูม่อืการใชง้านคอมพิวเตอร ์การดูแลรกัษาตาม
ปกติและการเตรยีมการขนย้าย

คูม่อืการใชง้านคอมพิวเตอร ์และการดูแลรกัษาตามปกติ
ปฏบัิตติามคาํแนะนําเหลา่นี้เพ ื่อการตัง้คา่และการดแูลรกัษาคอมพวิเตอรแ์ละจอคอมพวิเตอรอ์ยา่งเหมาะสม:

● ไมว่างเคร ือ่งคอมพวิเตอร ์ไว ้ ในบรเิวณท ีม่คีวามช ืน้สงู การสมัผัสแสงแดดโดยตรง หลกีเล ี่ยงอณุหภมูทิ ีร่อ้นจัดหรอืเยน็จัด

● วางเคร ือ่งคอมพวิเตอรบ์นพ ืน้ผวิท ีร่าบเรยีบและแขง็แรง เวน้พ ืน้ท ีว่า่งประมาณ 10.2 ซม. (4 นิว้) ในทกุดา้นท ีม่ทีางระบาย
อากาศของเคร ือ่งคอมพวิเตอรแ์ละเหนอืจอภาพ เพ ื่อใหอ้ากาศถา่ยเทไดส้ะดวก

● ไมก่ดีขวางการระบายอากาศเขา้เคร ือ่งคอมพวิเตอร โ์ดยการบังชอ่งระบายอากาศและชอ่งอากาศเขา้ ไมว่างแป้นพมิพ โ์ดยพับ
ขาของแป้นพมิพ ์ไวด้า้นหนา้ของเคร ือ่งคอมพวิเตอรเ์ดสกท์อปโดยตรง เนื่ องจากจะเป็นการขวางทางระบายอากาศเชน่กัน

● อยา่ใชง้านเคร ือ่งคอมพวิเตอร ์ในขณะท ีแ่ผงปิดเคร ือ่งคอมพวิเตอรห์รอืฝาปิดสลอ็ตการด์เอก็ซแ์พนชันถอดออกอย ู่

● อยา่วางคอมพวิเตอรซ์อ้นทับบนเคร ือ่งอ ื่น หรอือยา่วางคอมพวิเตอร ์ไว ้ ใกลกั้นจนทาํใหอ้ากาศท ีห่มนุเวยีนหรอือากาศท ีม่ ี ไอ
รอ้นถา่ยเทไปยังคอมพวิเตอรอ์กีเคร ือ่ง

● หากตอ้งใชค้อมพวิเตอรภ์ายในบรเิวณท ีแ่ยกกันอยา่งชัดเจน ตอ้งมสีว่นท ี่ ใชร้ะบายอากาศเขา้และออกภายในบรเิวณน้ัน และ
จะตอ้งปฏบัิตติามคาํแนะนําในการใชง้านเหมอืนกับท ีป่รากฏขา้งตน้

● หลกีเล ี่ยงการนําของเหลวมาตัง้ไวบ้รเิวณเคร ือ่งคอมพวิเตอรแ์ละแป้นพมิพ ์

● หา้มวางส ิง่ของใดปิดกัน้ชอ่งระบายบนจอคอมพวิเตอร ์

● ตดิตัง้หรอืเปิดใชฟ้งกชั์นการจัดการดา้นพลังงานของระบบปฏบัิตกิารหรอืซอฟตแ์วรอ์ ื่น รวมถงึสภาวะพักการทาํงาน

● ปิดเคร ือ่งคอมพวิเตอรก์อ่นท ีค่ณุจะทาํส ิง่ตา่งๆ ตอ่ไปนี้:

— เชด็ดา้นนอกของเคร ือ่งคอมพวิเตอรด์ว้ยผา้นุ่มช ืน้หมาดๆ ตามความจาํเป็น การใชอ้ปุกรณท์าํความสะอาดอาจทาํใหส้ ี
คอมพวิเตอรซ์ดีจางหรอืทาํลายสคีอมพวิเตอร ์

— ทาํความสะอาดชอ่งระบายอากาศของเคร ือ่งคอมพวิเตอรด์า้นท ีม่ชีอ่งระบายทัง้หมดเป็นครัง้คราว สาํล ีฝุ่ นและวัตถุ
แปลกปลอมอื่นๆ อาจปิดกัน้ชอ่งระบายและจาํกัดการไหลเวยีนของอากาศ
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การเตรยีมการขนย้าย
ปฏบัิตติามคาํแนะนําตอ่ไปนี้ ในการเตรยีมการขนยา้ยเคร ือ่งคอมพวิเตอร:์

1. สาํรองไฟลบ์นฮารด์ไดรฟ์ ไปเกบ็ไวบ้นอปุกรณจั์ดเกบ็ภายนอก ตรวจสอบวา่ ส ือ่ท ี่ ใชส้าํรองขอ้มลูไม่ ไดส้มัผัสกับกระแส ไฟฟ้า
หรอืแมเ่หลก็ในขณะท ีม่กีารจัดเกบ็หรอืขนยา้ย

หมายเหตุ: ฮารด์ไดรฟจ์ะลอ็กการทาํงานโดยอัตโนมัตเิม ื่อคณุปิดเคร ือ่ง

2. ถอดและเกบ็ส ือ่ท ีถ่อดเขา้ออกไดทั้ง้หมด

3. ปิดคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณภ์ายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากเตา้รบั AC จากน้ันจงึถอดออกจากคอมพวิเตอร ์

5. ถอดสว่นประกอบของเคร ือ่งและอปุกรณภ์ายนอกออกจากแหลง่จา่ยไฟ จากน้ันจงึถอดสายออกจากเคร ือ่งคอมพวิเตอร ์

หมายเหตุ: ดใูหแ้น่ ใจวา่ บอรด์ทัง้หมดอย ูกั่บท ีแ่ละยดึอย ู่ ในสลอ็ตของบอรด์กอ่นขนยา้ยคอมพวิเตอร ์

6. บรรจสุว่นประกอบของตัวเคร ือ่งและอปุกรณภ์ายนอกตา่งๆ ไว ้ ในบรรจภัุณฑเ์ดมิของอปุกรณเ์หลา่น้ันหรอืในบรรจภัุณฑท์ ี่
คลา้ยกัน โดยมวัีสดกัุนการกระแทกท ีเ่หมาะสม

การเตรยีมการขนยา้ย 29



C การชว่ยในการเขา้ถึง

HP ออกแบบ ผลติ และทาํตลาดผลติภัณฑแ์ละบรกิารท ีส่ามารถใช ้ ไดกั้บทกุคน รวมถงึผ ูท้พุพลภาพ ไมว่า่จะเป็นการใชง้านแยก
เป็นอสิระ หรอืใชง้านรว่มกับอปุกรณช์ว่ยเหลอืท ีเ่หมาะสมกต็าม

รองรบัเทคโนโลยกีารให้ความชว่ยเหลือ
ผลติภัณฑข์อง HP รองรบัเทคโนโลยกีารใหค้วามชว่ยเหลอืของระบบปฏบัิตกิารในหลากหลายดา้น และสามารถกาํหนดคา่การใชง้าน
รว่มกับเทคโนโลยกีารใหค้วามชว่ยเหลอือ ื่นๆ ไดเ้พ ิม่เตมิดว้ย โปรดใชค้าํสัง่ในการคน้หาบนอปุกรณข์องคณุ เพ ื่อคน้หาขอ้มลูเพ ิม่เตมิ
เก ี่ยวกับคณุลักษณะดา้นการใหค้วามชว่ยเหลอื

หมายเหตุ: สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับผลติภัณฑด์า้นเทคโนโลยกีารใหค้วามชว่ยเหลอื โปรดตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้สาํหรบัสนิ
คา้ดดังกลา่ว

ติดต่อฝ่ายลูกค้าสมัพันธ ์
เราไดพ้ยายามปรบัปรงุดา้นการชว่ยในการเขา้ถงึบนผลติภัณฑอ์ยา่งเราอยา่งตอ่เนื่ อง และยนิดรีบัฟงความคดิเหน็จากผ ู้ ใช้ หากคณุ
มคีาํถามเก ี่ยวกับผลติภัณฑ ์หรอืตอ้งการแจง้เก ี่ยวกับ คณุลักษณะดา้นการชว่ยในการเขา้ถงึท ีเ่ป็นประโยชนแ์กค่ณุ โปรดตดิตอ่เรา
ท ี ่(888) 259-5707 วันจันทรถ์งึวันศกุร ์ เวลา 6:00-21:00 ตามเวลาเมานเ์ทนไทม ์ในสหรฐัฯ หากคณุพกิารทางการไดย้นิและใช ้
TRS/VRS/WebCapTel โปรดตดิตอ่เราหากคณุตอ้งการขอความชว่ยเหลอืทางเทคนคิ หรอืมคีาํถามเก ี่ยวกับการชว่ยในการเขา้ถงึ 
โดยใหต้ดิตอ่มาท ี ่(877) 656-7058 วันจันทรถ์งึวันศกุร ์ เวลา 6:00-21:00 ตามเวลาเมานเ์ทนไทม ์ในสหรฐัฯ
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